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说明、目录、图表目录
报告说明:

    博思数据发布的《2024-2030年中国半导体先进封装市场深度调研与投资前景研究报告》介

绍了半导体先进封装行业相关概述、中国半导体先进封装产业运行环境、分析了中国半导体

先进封装行业的现状、中国半导体先进封装行业竞争格局、对中国半导体先进封装行业做了

重点企业经营状况分析及中国半导体先进封装产业发展前景与投资预测。您若想对半导体先

进封装产业有个系统的了解或者想投资半导体先进封装行业，本报告是您不可或缺的重要工

具。

          第1章半导体先进封装行业综述及数据来源说明1.1 半导体先进封装行业界定1.1.1 半导体

先进封装的界定1、定义2、特征3、术语1.1.2 半导体先进封装的分类1.1.3 半导体先进封装所处

行业1.1.4 半导体先进封装行业监管1.1.5 半导体先进封装行业标准1.2 半导体先进封装产业画

像1.3 本报告数据来源及统计标准说明1.3.1 本报告研究范围界定1.3.2 本报告权威数据来源1.3.3 

研究方法及统计标准第2章全球半导体先进封装行业发展现状及趋势分析2.1 全球半导体先进

封装行业发展历程2.2 全球半导体先进封装行业发展现状2.3 全球半导体先进封装市场规模体

量2.4 全球半导体先进封装市场竞争格局2.4.1 全球半导体先进封装市场竞争格局2.4.2 全球半导

体先进封装市场集中度2.4.3 全球半导体先进封装并购交易态势2.5 全球半导体先进封装区域发

展格局2.5.1 全球半导体先进封装区域发展格局2.5.2 全球半导体先进封装国际贸易概况2.5.3 全

球半导体先进封装国际贸易流向2.6 国外半导体先进封装发展经验借鉴2.6.1 半导体先进封装重

点区域市场概况：美国2.6.2 半导体先进封装重点区域市场概况：日本2.6.3 国外半导体先进封

装发展经验借鉴2.7 全球半导体先进封装市场趋势分析2.8 全球半导体先进封装发展趋势洞悉

第3章中国半导体先进封装行业发展现状及竞争状况3.1 中国半导体先进封装行业发展历程3.2 

中国半导体先进封装市场主体类型3.2.1 半导体先进封装市场参与者3.2.2 半导体先进封装企业

入场方式3.3 中国半导体先进封装运营模式分析3.3.1 垂直整合制造商（IDM）3.3.2 独立封测代

工厂（OSAT）3.4 中国半导体先进封装市场供给/生产3.4.1 半导体先进封装占比3.4.2 半导体先

进封装企业3.4.3 半导体先进封装能力3.6 中国半导体先进封装市场需求3.5.1 半导体先进封装销

售业务模式3.5.2 半导体先进封装市场需求特征3.5.3 半导体先进封装市场需求现状3.5.4 半导体

先进封装市场价格走势3.6 中国半导体先进封装行业盈利能力3.7 中国半导体先进封装市场规

模体量3.8 中国半导体先进封装市场竞争格局3.8.1 半导体先进封装市场竞争格局3.8.2 半导体先

进封装市场集中度3.8.3 半导体先进封装跨国企业在华布局3.9 中国半导体先进封装市场投融资

态势3.9.1 半导体先进封装企业融资动态3.9.2 半导体先进封装企业IPO动态3.9.3 半导体先进封

装企业投资动态3.9.4 半导体先进封装企业兼并重组3.10 中国半导体先进封装行业发展痛点分

析第4章半导体先进封装技术及原料设备配套市场分析4.1 半导体先进封装行业竞争壁垒4.1.1 



半导体先进封装市场核心竞争力（护城河）4.1.2 半导体先进封装行业进入壁垒（竞争壁垒

）4.1.3 半导体先进封装行业潜在进入者威胁分析4.2 半导体先进封装行业技术进展4.2.1 半导体

先进封装技术路线全景图4.2.2 国内外半导体先进封装技术对比4.2.3 半导体先进封装专利申请/

学术文献4.2.4 半导体先进封装技术研发方向/未来研究重点4.3 集成电路设计4.3.1 集成电路设

计发展概况4.3.2 集成电路设计业发展现状1、产业发展增速减缓增幅合理2、企业数量不断增

加3、产业集中度提高4、技术能力大幅提升4.3.3 集成电路设计业政策分析4.3.4 集成电路设计

投资策略分析4.3.5 集成电路设计业“十四五”发展预测4.4 半导体先进封装成本结构分析4.5 

半导体先进封装材料4.5.1 半导体先进封装材料采购模式4.5.2 半导体先进封装材料供应概

况4.5.3 半导体先进封装材料价格波动4.5.4 引线框架4.5.5 封装基板4.5.6 键合线4.5.7 环氧塑封料

（EMC）4.5.8 半导体CMP材料4.5.9 光敏性聚酰亚胺（PSPI）4.5.10 电镀液4.6 半导体先进封装

设备供应4.6.1 半导体先进封装设备市场概况4.6.2 贴片机4.6.3 引线机4.6.4 划片和检测设备4.6.5 

切筋与塑封设备4.6.6 电镀设备4.7 半导体先进封装供应链面临的挑战第5章中国半导体先进封

装细分产品市场发展分析5.1 半导体先进封装行业细分市场现状5.1.1 半导体先进封装细分产品

综合对比5.1.2 半导体先进封装细分市场发展概况5.1.3 半导体先进封装细分市场结构分析5.2 半

导体先进封装细分市场：WLP（晶圆级封装）5.2.1 WLP（晶圆级封装）概述5.2.2 WLP（晶圆

级封装）市场概况5.2.3 WLP（晶圆级封装）企业布局5.2.4 WLP（晶圆级封装）发展趋势5.4 半

导体先进封装细分市场：SiP（系统级封装）5.4.1 SiP（系统级封装）概述5.4.2 SiP（系统级封

装）市场概况5.4.3 SiP（系统级封装）企业布局5.4.4 SiP（系统级封装）发展趋势5.3 半导体先

进封装细分市场：2.5D/3D立体封装5.3.1 2.5D/3D立体封装概述5.3.2 2.5D/3D立体封装市场概

况5.3.3 2.5D/3D立体封装企业布局5.3.4 2.5D/3D立体封装发展趋势5.5 半导体先进封装细分市场

：Chiplet（芯粒）5.5.1 Chiplet（芯粒）概述5.5.2 Chiplet（芯粒）市场概况5.5.3 Chiplet（芯粒

）企业布局5.5.4 Chiplet（芯粒）发展趋势5.6 半导体先进封装细分市场战略地位分析第6章中

国半导体先进封装细分应用市场发展分析6.1 半导体先进封装应用场景&amp;领域分布6.1.1 半

导体先进封装应用场景分析6.1.2 半导体先进封装应用领域分布6.2 半导体先进封装细分应用：

通讯设备6.2.1 通讯设备领域半导体先进封装应用概述6.2.2 通讯设备领域半导体先进封装市场

现状6.2.3 通讯设备领域半导体先进封装需求潜力6.3 半导体先进封装细分应用：汽车电子6.3.1 

汽车电子领域半导体先进封装应用概述6.3.2 汽车电子领域半导体先进封装市场现状6.3.3 汽车

电子领域半导体先进封装需求潜力6.4 半导体先进封装细分应用：新能源6.4.1 新能源领域半导

体先进封装应用概述6.4.2 新能源领域半导体先进封装市场现状6.4.3 新能源领域半导体先进封

装需求潜力6.5 半导体先进封装细分应用：消费电子6.5.1 消费电子领域半导体先进封装应用概

述6.5.2 消费电子领域半导体先进封装市场现状6.5.3 消费电子领域半导体先进封装需求潜力6.6 

半导体先进封装细分应用市场战略地位分析第7章全球及中国半导体先进封装企业案例解析7.1



全球及中国半导体先进封装企业梳理与对比7.2 全球半导体先进封装企业案例分析7.2.1 安靠科

技（Amkor）1、企业基本信息2、企业经营情况3、半导体先进封装业务布局4、半导体先进

封装在华布局7.2.2 三星电子1、企业基本信息2、企业经营情况3、半导体先进封装业务布局4

、半导体先进封装在华布局7.2.3 英特尔（Intel）1、企业基本信息2、企业经营情况3、半导体

先进封装业务布局4、半导体先进封装在华布局7.3 中国半导体先进封装企业案例分析7.3.1 甬

矽电子（宁波）股份有限公司1、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体

先进封装专利技术5、半导体先进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.2 通富微电子

股份有限公司1、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技

术5、半导体先进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.3 天水华天科技股份有限公司1

、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半导体先

进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.4 江苏长电科技股份有限公司1、企业基本信

息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半导体先进封装产品布

局6、半导体先进封装应用领域7.3.5 智路建广紫光联合体1、企业基本信息2、企业经营情况3

、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半导体先进封装产品布局6、半导体先进封装

应用领域7.3.6 气派科技股份有限公司1、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、

半导体先进封装专利技术5、半导体先进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.7 池州

华宇电子科技股份有限公司1、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先

进封装专利技术5、半导体先进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.8 华润微电子有

限公司1、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半

导体先进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.9 四川遂宁市利普芯微电子有限公司1

、企业基本信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半导体先

进封装产品布局6、半导体先进封装应用领域7.3.10 佛山市蓝箭电子股份有限公司1、企业基本

信息2、企业经营情况3、企业资质能力4、半导体先进封装专利技术5、半导体先进封装产品
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